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电子布行业具备估值提升潜力
——电子行业跟踪报告

强于大市 投资要点：
 事件：2026 年 5 月 13 日，全球玻纤龙头中国巨石发布公告称，公司拟通过全资孙公司巨石

集团淮安有限公司，投资 44.31 亿元在江苏淮安建设年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生
产线项目。该项目建设周期为 1.5 年，产品将以 7628 型厚布、薄布及超薄布为主，兼顾当
前供需紧张的普通电子布市场与未来高增长的高端应用领域。此次扩产正值电子布行业高景
气周期。根据卓创资讯数据，2026Q1，行业主流的 7628 型号电子布季度含税均价约为 5.2
元/米，同比+28.6%，环比+21.8%；自 2025Q4 启动本轮涨价以来，累计涨幅已达 49.4%。

 电子布即电子级玻璃纤维布，是覆铜板核心增强基材，也是印制电路板材料成本的重要构成
部分。它采用单丝直径 9μm 及以下的超细玻璃纤维电子纱经纬精密织造而成，材质结构致密
稳定，具备出色的耐高温、耐酸碱耐腐蚀性能，同时兼具优良的电气绝缘性与高强度力学特
性，绝缘可靠、尺寸稳定性佳，能够适配高端电路板的严苛生产工艺。按厚度规格，电子布
可划分为厚布、薄布、超薄布及极薄布：厚布（>100μm）采用单丝直径 9μm 的粗纱织造，
下游主要应用于低端手机、家电及建材领域；薄布（36-100μm）采用单丝直径 5-7μm 的细
纱织造，广泛应用于智能手机、服务器、汽车电子等主流领域；超薄布（28-35μm）与极薄
布（<28μm）技术壁垒较高，分别采用单丝直径<5μm 的超细纱与极细纱织造，广泛应用于
高端智能手机及 IC 载板等领域。

 AI 算力需求爆发，电子布行业进入量价齐升的高景气周期。据 TrendForce 数据，Google、
AWS 等全球头部云厂商资本开支 2023-2025 年复合增长率达 63.7%，2025 年达 4627 亿美
元，预计 2026 年将进一步增长至 8300 亿美元。云厂商大规模投入推动 AI 服务器市场高速
扩容，弗若斯特沙利文数据显示，全球 AI 服务器出货量 2020-2024 年复合增长率达 45.2%，
2024 年达 200 万台，预计 2030 年将增长至 650 万台。AI 服务器对布线密度与信号传输能
力要求大幅提升，推动 PCB 向高层数（12-30 层）、高密度（500-800 点/平方英寸）、超
低损耗（Dk≤3.6、Df≤0.005）方向迭代。覆铜板作为 PCB 第一大成本项（占比 27.3%），
其性能直接决定 PCB 核心指标，下游升级倒逼 CCL 加速向高频高速、超低损耗产品转型。电
子布是 CCL 的核心增强基材，其织物结构、纤维规格与理化指标直接决定 CCL 的介电常数、
热稳定性及平整度，AI 算力产业的爆发正从终端向上游传导，全面带动电子布行业需求升级
与产品结构高端化。

 全球电子布市场规模持续上扬。据共研网数据，2024 年全球电子布市场规模为 25 亿美元，
预计 2033 年将达到 48 亿美元，2024-2033 年复合增长率为 7.5%。从国内电子布需求来看，
华经产业研究院数据显示，2024 年中国覆铜板行业电子布总需求量为 35 亿米/年，2025 年
需求量预计增长至 37 亿米/年，同比+5.7%。伴随 AI 服务器 PCB 向高层数、高密度、超低
损耗方向迭代，下游高端化升级趋势对上游 CCL 的材料纯度、介电性能、耐热性及工艺精度
提出了更为严苛的要求，推动行业加速向高频高速、超低损耗 CCL 产品升级。电子布是制作
覆铜板的核心基材，其织物结构、纤维规格与理化指标决定 CCL 的介电常数、热稳定性及平
整度。

 投资建议：AI 算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，
价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是 PCB 材料成本的
重要构成项。同时随着下游 CPU/GPU 封装、DDR 高速内存、AI 服务器主板等核心部件，对
具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。电子布正从传
统绝缘基材向功能性材料加速演进，相关上市公司具备估值提升的潜力。

 风险提示：1）AI 算力需求不及预期风险；2）产能扩张超预期风险；3）原材料价格波动风
险；4）高端产品技术迭代风险；5）宏观经济波动风险。

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：

资料来源：聚源数据，爱建证券研究所
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1. 中国巨石拟 44.31 亿元投建电子纱电子布一体化产线
事件：2026 年 5 月 13 日，全球玻纤龙头中国巨石发布公告称，公司拟通过全资孙公

司巨石集团淮安有限公司，投资 44.31 亿元在江苏淮安建设年产 5 万吨电子纱暨 3.2

亿米电子布生产线项目。该项目建设周期为 1.5 年，产品将以 7628 型厚布、薄布及超

薄布为主，兼顾当前供需紧张的普通电子布市场与未来高增长的高端应用领域。

此次扩产正值电子布行业高景气周期。根据卓创资讯数据，2026Q1，行业主流的 7628

型号电子布季度含税均价约为 5.2 元/米，同比+28.6%，环比+21.8%；自 2025Q4

启动本轮涨价以来，累计涨幅已达 49.4%。

1.1 电子布是 PCB 生产制造中的核心增强基材

电子布即电子级玻璃纤维布，是 CCL（覆铜板）核心增强基材，也是 PCB（印制电路

板）材料成本的重要构成部分。它采用单丝直径 9 微米及以下的超细玻璃纤维电子纱

经纬织造而成，材质结构致密稳定。该材料拥有出色的耐高温性能、耐酸碱耐腐蚀特

性，同时兼具优良的电气绝缘性与高强度力学性能，绝缘可靠、尺寸稳定性佳，适配

高端电路板严苛生产工艺。凭借诸多优异综合特性，电子布现已广泛应用于通讯设备、

消费电子、新能源工控、汽车电子等各类电子产品领域，是电子电路产业的基础关键

材料。

图表 1：电子布产品应用供应流程

资料来源：宏和电子 2025 年报，爱建证券研究所

按厚度规格，电子布可划分为厚布、薄布、超薄布及极薄布。其中，厚布厚度>100μ

m，采用单丝直径 9μm 的粗纱织造，下游主要应用于低端手机、家电及建筑建材领域；

薄布厚度 36-100μm，采用单丝直径 5-7μm 的细纱织造，广泛覆盖智能手机、服务

器、汽车电子等主流市场；超薄布（28-35μm）与极薄布（<28μm）技术壁垒较高，

分别采用单丝直径<5μm 的超细纱与极细纱织造，被广泛应用于高端智能手机及 IC 载
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板等领域。

图表 2：电子布可分为厚布、薄布、超薄布和极薄布

产品档次 产品名称
厚度

（μm）
常用 IPC 代号 电子纱

电子纱厚度
（μm）

用途

高端 极薄布 <28
1037/1027/1017
/1000/101/1015

极细纱 <5 高端智能手机、IC 载板

高端 超薄布 28-35 106/1067/1035/104 超细纱 <5 高端智能手机、IC 载板

中端 薄布 36-100
1080/2116/
1078/1086

细纱 5-7
智能手机、服务器、

汽车电子材料

低端 厚布 >100 7628 粗纱 9
低端手机、家电、

建筑建材

资料来源：智研咨询，爱建证券研究所

1.2 AI 算力产业发展带动电子布行业需求升级

随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，直接拉动

全球头部科技与云服务厂商资本开支呈爆发式增长。据 TrendForce 数据，Google、

AWS、Meta、Microsoft 等云厂商的资本开支从 2023 年的 1726 亿美元增长至 2025

年的 4627 亿美元，2023-2025 年复合增长率达 63.7%；该机构进一步预测，2026

年上述全球头部厂商资本开支预计将达到 8300 亿美元。

图表 3：全球人工智能的迭代升级
图表 4：2026 年全球云厂商资本开支将达到 8300 亿美

元

资料来源：中国计算机学会，爱建证券研究所 资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

云厂商在服务器领域的开拓创新，有望推动 AI 服务器市场持续向好。弗若斯特沙利

文数据显示，全球 AI 服务器市场规模从 2020 年的 50 万台增长至 2024 年的 200 万

台，2020-2024 年复合增长率达 45.2%；该机构进一步预测，2030 年全球 AI 服务

器市场规模或将增长至 650 万台，2025-2030 年复合增长率为 21.2%。
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图表 5：全球 AI 服务器市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文，爱建证券研究所

近年来 AI 服务器对布线密度与信号传输能力要求不断提高，行业借助高层数 PCB 增

加叠层，利用内层空间布设更多线路、缩短信号路径，同时依托高密度 HDI 技术缩小

线宽线距，提升单位面积布线容量。

图表 6：AI 服务器 PCB 在关键参数上较普通 PCB 实现了显著升级

普通 PCB AI 服务器 PCB
布线密度 100-200 点/平方英寸 500-800 点/平方英寸
布线层数 多为 4-8 层 普遍在 12-30 层
过孔直径 约 0.3-0.5mm 仅 0.1-0.2mm，甚至采用 0.05mm 的微过孔

核心布线技术 常规布线，无特殊高密度技术要求 高密度互连（HDI）技术

材料性能
普通 FR-4 环氧树脂玻璃布基板，成本低、加工简单，

介电常数 Dk≈4.2-4.5，损耗因子 Df≈0.02
采用 PTFE、罗杰斯 RO4350B 等超低损耗基材，
介电常数 Dk 低至 3.0-3.6，损耗因子 Df≤0.005

资料来源：iPCB，爱建证券研究所
注：低 Dk/Df 材料显著降低高速信号传输衰减，保障海量数据无延迟、无失真传输

覆铜板（CCL）是 PCB 生产的核心基材，决定了 PCB 的信号传输、耐热及稳定性能。

据中商情报网统计，PCB 原材料主要包含覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干

膜、油墨等品类，其中覆铜板为第一大成本项，占 PCB 总成本比例达 27.3%。
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图表 7：覆铜板是 PCB 的核心基材，占比 27.3%

资料来源：中商情报网，爱建证券研究所

伴随 AI 服务器 PCB 向高层数、高密度、超低损耗方向迭代，下游高端化升级趋势对

上游 CCL 的材料纯度、介电性能、耐热性及工艺精度提出了更为严苛的要求，推动行

业加速向高频高速、超低损耗 CCL 产品升级。电子布是制作覆铜板的核心基材，其织

物结构、纤维规格与理化指标决定 CCL 的介电常数、热稳定性及平整度。

图表 8：AI 服务器升级对 CCL 提出更高的要求

资料来源：联茂电子公司公告，爱建证券研究所

1.3 电子布市场从传统绝缘基材向功能性材料加速演进

全球电子布市场规模持续上扬。据共研网数据，2024 年全球电子布市场规模为 25 亿

美元，预计 2033 年将达到 48 亿美元，2024-2033 年复合增长率为 7.5%。从国内电

子布需求来看，华经产业研究院数据显示，2024 年中国覆铜板行业电子布总需求量为

35 亿米/年，2025 年需求量预计增长至 37 亿米/年，同比+5.7%。
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图表 9：全球电子布市场规模 图表 10：中国覆铜板行业电子布总需求量

资料来源：共研网，爱建证券研究所 资料来源：华经产业研究院，爱建证券研究所

随着 5G 通信、人工智能与新能源汽车产业的快速发展，电子布正从传统绝缘基材向

功能性材料加速演进。下游 CPU/GPU 封装、DDR 高速内存、AI 服务器主板等核心部

件，对具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。

图表 11：电子布从传统绝缘基材向功能性材料加速演进

资料来源：Nittobo，爱建证券研究所

2. 风险提示
1）AI 算力需求不及预期风险：若全球 AI 技术发展放缓、云厂商资本开支下降或 AI

服务器出货量不及预期，将导致高端电子布需求增速放缓，进而影响行业景气度和公

司业绩。

2）产能扩张超预期风险：截至 2025 年底，全球电子玻纤在建/拟建项目投资达 133.8

亿元。若行业内其他企业大规模扩产电子布产能，或日本丰田织布机交付周期缩短，

可能导致供需格局逆转，电子布价格出现大幅下跌。

3）原材料价格波动风险：纯碱、天然气等原材料价格上涨将增加公司生产成本，若成

本无法向下游传导，将压缩公司毛利率。

4）高端产品技术迭代风险：若公司无法跟上高端电子布的技术发展趋势，或在
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Low-Dk、Low-CTE 等特种电子布领域的技术突破不及预期，可能失去高端市场份额。

5）宏观经济波动风险：宏观经济下行将影响消费电子、汽车电子、通信设备等下游行

业需求，进而对电子布行业产生不利影响。
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